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(54) Title: THERMODE DEVICE FOR A MULTITUDE OF SEMICONDUCTOR COMPONENTS

(54) Bezeichnung: THERMODENVORRICHTUNG FUR EINE VIELZAHL VON HALBLEITERBAUELEMENTEN

(57) Abstract: The invention relates to a thermode device for connecting and/or electrically contacting a multitude of first semi-
conductor components with at least one supporting element and/or a multitude of second semiconductor components by heating an
adhesive under the action of pressure. The thermode device (1) comprises a base (2, 3, 4) and a heating element (7), which can be
led out of the base (2, 3, 4) and which acts upon at least one of the first semiconductor components while subjecting it to the action
of pressure. Said base (2, 3, 4) comprises, on its underside, a number of vertically oriented and adjacently arranged heating plates
(5), each heating plate (5) having, on its front side and underside (5a), a number of heating elements (7) that can be led out, from
which each is assigned, on the underside, to a first semiconductor component.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Thermodenvorrichtung zum Verbinden und/oder elektrischen Kontaktieren
einer Vielzahl an ersten Halbleiterbauelementen mit mindestens einem Trigerelement und/oder einer Vielzahl an zweiten Halb-
leiterbauelementen mittels Erwdrmung eines Klebstoffes unter Druckbeaufschlagung, wobei die Thermodenvorrichtung (1) einen
Grundkorper (2, 3, 4) und ein aus dem Grundk&per (2, 3, 4) herausfahrbares Heizelement (7), welches druckbeaufschlagt auf mindes-
tens eines der ersten Halbleiterbauelemente wirkt, umfasst, wobei der Grundké&rper (2, 3, 4) unterseitig eine Mehrzahl von vertikal
ausgerichteten und nebeneinander angeordneten Heizplatten (5) aufweist, wobei jede Heizplatte (5) an ihrer Stirn- und Unterseite
(52) eine Mehrzahl der herausfahrbaren Heizelemente (7) aufweist, wovon jedes unterseitig jeweils einem ersten Halbleiterbauele-
ment zugeordnet ist.



